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电子元器件行业：晶圆厂wafer bank
居于高位，FOUP供应紧张，静待行
业花开 
——半导体行业动态跟踪点评 

   2022 年 12月 30 日 

 看好/维持  

 电子元器件 行业报告 
 

事件：近日，台积电大客户苹果、AMD、英伟达下调订单，导致部分订单面临

延后拉货与毁约。通过与客户进行条件协商，台积电愿意接受大客户换约或长

约承诺，而长约承诺使得 wafer bank 位居高位。 

 

点评：  

半导体下游终端需求萎缩，长约承诺导致 wafer bank 位居高位。因下游需求疲

软，射频龙头 Qorvo 削减订单支付 1.1 亿美元违约金；台积电三大客户包括苹

果、AMD、英伟达下调订单，台积电愿意接受部分客户换约或长约承诺，而长

约承诺使得 wafer bank 堆放已达新高。Wafer bank 堆放需要 FOUP，当前

FOUP 紧张影响到稼动率。据台积电预计，半导体库存于 2022 第 3 季达到高

峰，预计 2023 年下半年产能利用率全面回升。 

在半导体行业景气下行期，国产替代进程持续推进。据 WSTS 数据，预计今年

全球半导体市场达到 5800 亿美元，增速放缓至 4.4%，而2021 年增速为 26.2%；

随着终端市场需求持续减弱，2023 年半导体市场规模预计将同比减少 4.1%至

5565 亿美元。据半导体行业协会数据，2022 年国内 IC 设计销售预计为 5345.7

亿元，同比增长 16.5%，2021 年为 20.1%，预计中国 IC 设计在全球占比进一

步提升。 

半导体行业景气下行期主要建议关注以下三大行业先行性指标： 

① 封测厂和晶圆厂产能利用率。随着芯片厂商订单减少，封测厂和晶圆厂感

受产品价格传导压力，当前产能利用率已出现松动。 

② 半导体行业周期底部建议关注 MPW 价格趋势。MPW 制造成本仅为单独进

行原型制造成本的 5%-10%，这促进集成电路设计成果转化和新产品的开

发。在半导体行业底部阶段，MPW 代工价格降低趋势明显，推动更多芯片

设计厂商进行研发和新产品导入。 

③ 在行业周期底部，晶圆厂基于客户销售预期而提前投片订单量 internal 

PO(internal Purchase order)有所提升。 

投资建议：我们认为半导体行业接近底部，静待行业花开，从国产替代维度建

议重点关注模拟 IC、MCU 和功率半导体行业，受益标的：圣邦股份、中颖电子、

兆易创新、士兰微和立昂微。另外我们持续看好半导体上游材料与设备，推荐

沪硅产业、江丰电子，受益标的：拓荆科技、芯源微、格林达。 

风险提示：（1）行业景气度下行；（2）扩产进度不达预期；（3）中美贸易摩擦

加剧。 
 

 
 

未来 3-6 个月行业大事: 

无 

行业基本资料  占比% 
  

股票家数 356 7.48% 

行业市值(亿元) 61724.55 7.18% 

流通市值(亿元) 45759.34 6.95% 

行业平均市盈率 33.95 / 
  
行业指数走势图 

 

资料来源： iFinD、东兴证券研究所 

   
分析师：刘航 

021-25102909 liuhang-y js@dxzq.net.cn 

执业证书编号: S1480522060001   
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1. 晶圆厂 wafer bank 居于高位，FOUP 供应紧张，静待行业花开 

事件：近日，台积电大客户苹果、AMD、英伟达下调订单，导致部分订单面临延后拉货与毁约。通过与客户

进行条件协商，台积电愿意接受大客户换约或长约承诺，而长约承诺使得 wafer bank 堆放位居高位。 

点评： 

半导体下游终端需求萎缩，长约承诺导致 wafer bank 位居高位。因下游需求疲软，射频龙头 Qorvo 因削减

订单支付 1.1 亿美元违约金；台积电三大客户包括苹果、AMD、英伟达下调订单。通过与客户进行条件协商，

台积电愿意接受大客户换约或长约承诺，而长约承诺使得 wafer bank 堆放已达新高。Wafer bank 堆放需要

FOUP (Front Opening Unified Pod)，当前 FOUP 紧张影响到稼动率。据台积电预计，半导体库存于 2022

第 3 季达到高峰，第 4 季库存开始修正，预计 2023 年下半年产能利用率全面回升。 

图1：FOUP 用来保护、运送、并储存晶圆，可以容纳 25 片 12 寸晶圆 

 

资料来源：semiconductoronline、东兴证券研究所 

在半导体行业景气下行期间，国产替代仍稳步推进。据 WSTS 数据，继 2021 年取得 26.2%的强劲增长后，

预计今年全球半导体市场增速放缓至 4.4%，达到 5800 亿美元。随着通胀上升和终端市场需求持续减弱，2023

年半导体市场规模预计将同比减少 4.1%至 5565 亿美元。据半导体行业协会数据，2022 年国内 IC 设计销售

预计为 5345.7 亿元，同比增长 16.5%，2021 年为 20.1%，预计中国 IC 设计在全球占比进一步提升。 

图2：全球半导体市场预计 2022 年增速放缓  图3：预计 2022 年国内 IC 设计销售额增长 16.5% 

 

 

 

资料来源：WSTS、东兴证券研究所  资料来源： ICCAD、东兴证券研究所 
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半导体行业景气下行期主要建议关注以下三大行业先行性指标： 

(1) 封测厂和晶圆厂产能利用率。随着芯片厂商订单减少，封测厂和晶圆厂感受产品价格传导压力，当前产

能利用率已出现松动。 

(2) 半导体行业周期底部建议关注 MPW 价格趋势。MPW (Multi Project Wafer，多项目晶圆)，是将多个使

用相同工艺的集成电路设计放在同一晶圆片上流片，制造成本仅为单独进行原型制造成本的 5%-10%，促进

集成电路设计成果转化，对及新产品的开发研制都有相当大的促进作用。在半导体行业底部阶段，MPW 代

工价格降低趋势明显，推动芯片设计厂商进行研发和新产品导入。 

(3) 在行业周期底部，晶圆厂基于客户销售预期而提前投片订单量 internal PO(internal Purchase order)

有所提升。 

投资建议：我们认为半导体行业接近底部，静待行业花开，从国产替代维度建议重点关注模拟 IC、MCU 和

功率半导体行业，受益标的：圣邦股份、中颖电子、兆易创新、士兰微和立昂微。另外我们持续看好半导体

上游材料与设备，推荐沪硅产业、江丰电子，受益标的：拓荆科技、芯源微、格林达。 

 

2. 风险提示 

风险提示：（1）行业景气度下行；（2）扩产进度不达预期；（3）中美贸易摩擦加剧。 
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相关报告汇总 

 

报告类型 标题  日期  

行业深度报告 电子元器件行业：复盘电子行业十年牛股，“曲棍球战略”带来哪些启示？ 2022-12-20 

行业深度报告 【东兴电子】半导体行业专题：长坡厚雪，国产替代成主旋律 2022-12-09 

行业深度报告 电子行业 2023 年投资策略：否极泰来，国产替代与产品升级将贯穿全年 2022-11-25 

行业普通报告 电子元器件行业：液晶面板价格有望触底，把握业绩确定性强的标的 2022-08-28 

行业普通报告 电子元器件行业：全球电子纸和 SiC 龙头股价大涨，重视产业链投资机会 2022-08-21 

行业普通报告 电子元器件行业： 海外半导体公司 2022 年中报给出了哪些指引？（下） 2022-08-14 

行业普通报告 电子元器件行业：IGBT 和 Chiplet 引领半导体板块反弹，建议坚守细分龙头 2022-08-08 

行业普通报告 电子元器件行业：海外半导体公司 2022 年中报给出了哪些指引？（上） 2022-07-31 

行业普通报告 电子元器件行业：电子板块 Q2 基金持仓占比降至 3.83%，持股集中度居历史较高水

平 

2022-07-24 

行业普通报告 东兴证券电子周观点：建议关注 SiC 板块 2022-07-17 
 
资料来源：东兴证券研究所 
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分析师简介 

刘航 

复旦大学工学硕士，2022 年 6 月加入东兴证券研究所，现任电子行业首席分析师。曾就职于 Foundry

厂、研究所和券商资管，分别担任工艺集成工程师、研究员和投资经理。证书编号：S1480522060001。 
  

分析师承诺 

 
负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本

人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分

析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或

观点直接或间接相关。 
 

风险提示 

 
本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告

均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作

出投资决策，自行承担投资风险。 
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免责声明 

 
本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格

的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，

也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论

和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决

策与本公司和作者无关。 

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的不存在法律禁止的利害

关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进

行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅

为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明

出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报

告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授

权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。 
 

行业评级体系 

 
公司投资评级（A股市场基准为沪深 300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500指

数）： 

以报告日后的 6个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义： 

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15％以上； 

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5％～15％之间； 

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5％～+5％之间； 

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5％以上。 

行业投资评级（A股市场基准为沪深 300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500指

数）： 

以报告日后的 6个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义： 

看好：相对强于市场基准指数收益率 5％以上； 

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5％～+5％之间； 

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5％以上。  
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